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(57) Abstract

. "The invention concems a system for pmdm:mg electrically conductive connecting structures comprising (A) an adhesive; and (B)

an clectrically conductive metal paste containing at least two metal powders of differing melting points and g small quantity of organic
auxiliary agents. nemenlpowdmmchmwenmt!muwyfmanin’cmeulhcphuecnheaungmdmeorgamc auxiliary agents
can be made largely to evaporate at the temperature applied in order to form the intermetallic phase. The invention also concems 2 process
for producing electrically conductive connecting structures using the system proposed, involving the following steps: (1) an adhesive is
applied 10 a carrier; a)mmmuappliedmmeadhuive; (3)themetalplstelsmmdtoampemmﬂwhlchthemmlpowdm
form an intermetallic phase. Also disclosed are processes for pmdncmg circuits and printed circuits using this system. According to the
invention, electrically conductive connecting structures such as circuits e obtained with excellent adheslon and good electrical conductivity
and soldering qualities.

.(57) Zusammenfassung

Die Erfindung beschreibt ein System zur Erzeugung elektrisch leitfthiger Verbindurigsstrukiuren, umfassend A) ein Klebstoffimaterial;
und B) cine mindestens zwei Metallpulver mit unterschiedlichen Schmelzpunkten und eine geringe Menge orgamscher Hilfsstoffe
enthaltende, elektrisch Ieitfithige Metallpaste, wobei die Metallpulver so gewahit -sind, da8 sie beim Erwlirmen eine intermefallische
Phase bilden und wobei die organiscﬁ&?ﬂil’fsstoﬁe bei der zur Bildung der intermetallischen Phase angewandten Temperatur gréstentsils
verfllichtigbar sind; sowie ein Verfahren zur Erzeugung elekirisch leltﬂhiger Verbindungsstrukturen ‘unter Verwendung dieses Systems,
umfassed die Schritte: (1) Aufbringen des’ Klebstoffmaterials auf einen Triger; (2) Aufbringen der Metallpasts auf das so vorgesehene
Klebstoffmaterial; und (3) Erhitzen der Metallpaste bei-einer Temperatur, bei der die Metallpulver eine intermetallische Phase bilden.
s Die Edfindung beschreibt cbenfalls Verfahren zur Hesstellung von Schaltungen und von bestiickten Schaltungen unter Verwendung des
obengenannten Systems. Erfindungsgemaf werden elektrisch leitfthige Verbindungsstrukturen, wie Schaltungen, mit ausgezetclmener
Haftﬂhugkeu, guter elektrlscher Leitfahigkeit sowie Listfahigkeit erhaiten.




